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Richtlinien für die Handhabung
und Lagerung von Leiterplatten

1 EINFÜHRUNG

1.1 Hintergrund Geschichtlich betrachtet hat sich die Leiterplattenindustrie auf militärische Spezifikationen und Richtlinien
verlassen, um Verpackungsmethoden zur Erhaltung der Qualität und Zuverlässigkeit von Leiterplatten während des Versands
und der Lagerung festzulegen. Viele dieser Dokumente sind jedoch überholt, unvollständig, befassen sich nicht mit bleifreien
Lötprozessen oder behandeln keine neueren Basismaterialien oder Endoberflächen. Zusätzlich hat die Vermehrung von alter-
nativen Endoberflächen Besorgnisse und Anforderungen für die Verpackung und Handhabung von Leiterplatten hinsichtlich
des Erhalts der Oberflächen und der Sicherstellung einer guten Lötbarkeit erzeugt.

1.2 Geltungsbereich Dieses Dokument liefert Vorschläge für die angemessene Handhabung, Verpackungsmaterialien und
-methoden, Umgebungs- und Lagerbedingungen für Leiterplatten. Diese Richtlinien haben den Zweck Leiterplatten vor
Verunreinigungen, physischer Beschädigung, Beeinträchtigung der Lötbarkeit, elektrostatischer Entladung (ESD), falls
erforderlich und der Aufnahme von Feuchtigkeit zu schützen. Aufgenommene Feuchtigkeit in Basismaterialien dehnt sich
bei Löttemperaturen aus und in einigen Fällen kann der resultierende Dampfdruck interne Delamination oder exzessive
Spannungen in den Durchkontaktierungen oder anderen Strukturen hervorrufen. Dies ist eine besondere Herausforderung
bei den höheren Temperaturen in bleifreien Lötprozessen.

Dieses Dokument behandelt alle Phasen von der Herstellung der unbestückten Leiterplatte über die Auslieferung, den Wa-
reneingang, die Lagerung, Bestückung und den Lötprozess. Sie sollte als Richtlinie ergänzend zu gängigen Anforderung in
solchen Dokumenten wie der IPC-4550 Reihe angewendet werden.

1.3 Anwendung Die Zielgruppe umfasst Alle die mit allen Phasen des Leiterplattendesigns, der Produktion, der
Bestückung, dem Versand, der Lagerung und möglicherweise Garantieanforderungen zu tun haben. Die enthaltenen
Informationen wurden den an diesen Prozessen Beteiligten ebenso wie den Material- und Ausrüstungslieferanten zur
Verfügung gestellt.

1.4 Begriffe und Definitionen Die Definitionen aller verwendeten Begriffe müssen mit den Festlegungen in IPC-T-50 und
den Definitionen in Abschnitt 1.4. bis 1.4.6 übereinstimmen.

1.4.1 Feuchtigkeitsindikatorkarte/Humidity Indicator Card (HIC) Eine Karte, auf der eine feuchtigkeitsempfindliche
Chemikalie aufgetragen ist, die eine deutlich erkennbare Farbänderung (hue) aufweist, typisch von Blau (trocken) nach
Pink (feucht), wenn die angezeigte relative Feuchtigkeit überschritten ist. Die HIC wird gemeinsam mit einem Trocken-
mittel in die Feuchtigkeitssperrverpackung (MBB) gelegt, um bei der Bestimmung des Feuchtegehaltes zu helfen, dem
die feuchteempfindlichen Bauteile oder Leiterplatten ausgesetzt wurden.

1.4.2 Feuchtigkeitssperrverpackung/Moisture Barrier Bag (MBB) Ein Beutel, der entwickelt wurde um das Eindringen von
Wasserdampf zu beschränken und der verwendet wird, um feuchteempfindliche Bauteile zu verpacken. Ein MBB wird aus
Materialien mit einer niedrigen Wasserdampfdurchlässigkeitsrate/Water Vapour Transmission Rate (WVTR) hergestellt (siehe
4.2.1).

1.4.3 Subcomposite Ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von sequentiell aufgebauten Multilayern (SBU/Sequential
Build Ups). Bei sequentieller Lamination einer verpressten Struktur aus mehr als zwei Lagen, die anschließend mit anderen
Lagen zu einer kompletten Leiterplatte verpresst wird.

1.4.4 Water Vapor Transmission Rate (WVTR)/Wasserdampfdurchlässigkeitsrate Ein Messwert für die Durchlässigkeit von
Feuchtigkeit bei Kunststofffilmen oder metallisierten Kunststofffilmmaterialien, ein wichtiger Kennwert für Feuchtigkeitssperr-
verpackungen (MBBs).

1.4.5 Schwefelfrei Chemikalien bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie korrosive Schwefelverbindungen wie H2S oder
S02 enthalten.
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